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摘要(译)

串行热转印电致发光显示器，有面板、电极、电致发光层和其辅助功能
层不同组合的叠层结构。其发光层或其它辅助功能层的点阵是由含最少
一个这些层材料的LED串行热转印色带【LED？SP-TTR】(窄条)直接或
间接、一次或多次、并置或叠加、串行数码热转印生成，并有转印后可
交联性选择。显示面积、显示清晰度仅受限于ITO能力，可以更多的采用
卷对卷(R2R)连续式生产工艺，适用于超QXGA、WUXGA级全彩显示器
生产。转印点阵的生成无须“掩模板”“槽穴”、简化工艺、降低成本，显示
器像素最高为2400PPI。大尺寸显示器制造不再受制于蒸发皿(VTE)、反
应腔(OVPD)尺寸。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9131eae5-cac6-4427-ba41-97eeecb77000
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056482534/publication/CN105655369A?q=CN105655369A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN105655369A

